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サーマルパッド サーマルブリッジ
積み上げ時の公差を吸収するため、
1mmの圧縮量を備え、
内蔵スプリングにより外付けの圧縮ハー
ドウェアは不要

放熱性能実現するには,
厳しい公差管理と圧縮が必要
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サーマルブリッジテクノロジー：
優れた熱耐性に
よって稼働時間の最大化を実現

現在のデータコミュニケーションアプリケーションには、さらなるシステム電力が必要とされてきており、これにはより効果
的な放熱手段が求められます。上乗せのヒートシンクなどの従来の放熱管理では、限られたエアフロー、液冷方式または冷
却プレートといったアプリケーションに対する最適なソリューションが提供されるとは限りません。この問題への新たなアプ
ローチが存在するならばどうでしょうか？

TEの画期的なサーマルブリッジテクノロジーにより、ギャップパッドやサーマルパッドなどの従来の放熱テクノロジーに比べ
て最大2倍の熱抵抗を実現します。このソリューションは、増大するシステム電力要件、特に制限のあるエアフロー、液冷方
式、冷却プレートによる固定された冷却アプリケーションにおいて、さらなる放熱性を実現すべく開発されました。

1. 高密度で並列して出入りするプレートにより、I/Oモジュールから冷却エリアへ熱が伝達されます

2. 内蔵のスプリング機構により、インタフェース応力および圧縮長さ1.0mmの行程が実現します。

3. プレートギャップがほぼなく、圧縮機能および熱伝導に対応

4. I/Oケージ上に組込済み

材料厚さが各圧縮サイク
ルの影響を受ける

弾性圧縮により、経時的な弛緩
または硬化に耐性があります

摩耗防止にさらなるコン
ポーネントが必要 ケージ上に組込済み

一時的な使用 - 交換が必要 再使用可能 - 交換は不要

サーマルブリッジ構造にはプ
レートギャップがほぼゼロで
、最適な圧縮と熱伝導を実現

液冷またはヒートパイプ併用
の冷却プレート、組み合わせ
たヒートシンク、またほとん
どエアフローのないダイレク
ト シャーシ アプリケーション
に最適化

弾性圧縮により、経時的な弛
緩または硬化に耐性あり

冷却プレートとI/Oプラグ間で
の、低い安定した圧縮力

2倍優れた熱抵抗

より良い信頼性および耐久性

向上したアプリケー
ション可用性

ハイパフォーマン
スコンピューティ
ング（HPC）
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